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注：原理图中注释说明设计时需特别注意
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晶振选型：
封装：可兼容3225，M49S，HC49S等不同封装
要求：稳定性、一致性要好，频偏偏差：±10PPM以内
电容：电容C12和C13的大小根据所选晶振内部负载
            电容的大小决定，以实际测试为准。

备注：
此电容必须用106(0603封装)
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